DETAL 1

SPOSOB KLEJENIA PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ
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Zaprawe klejowq nalezy przygotowywa¢ wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne)

rowniez w przypadku fabrycznie przygotowanych klejow dyspersyjnych, ktdre wymagajq zmieszania

z cementem celem przygotowania wfasciwej zaprawy klejowej.

Klej nalezy nanosi¢ na ptyty izolacyjne wedtug tzw. metody pasmowo—punktowej. Na ptyte nanosi¢ takq
ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc odchytki rownosci podtoza | mozliwg do potozenia warstwe kleju

mox. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum™ 40% efektywnej powierzchni przyklejenia plyty do podtoza

o obwodzie plyty wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 5 cm szerokosci pasmo zaprawy

i dodatkowo w srodku ptyty natozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci dfoni.

Piyty izolacji mocowane dodatkowo mechanicznie zg. z technologiq producenta. llos¢ kotkdw min.6szt/m2.
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